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»FLASH* IM RAMPENLICHT:

INFINEON WILL ZU DEN FUHRENDEN GEHOREN

Enormes Wachstum im Flash-Markt verspricht stabile Saule in der Speicherproduktion

- O05SE yo

ic passen in jede Westentasche, und

doch haben sie eine Speicherkapazitit,
die noch vor wenigen Jahren jedem Perso-
nalcomputer zur Ehre gereicht hitte: So
genannte Flash-Memory-Bausteine, die
den Elektronikmarkt geradezu im Sturm
erobern. Auf der Konsumgiiterseite stecken
sie in Digitalkameras, in Mobiltelefonen,
in MP3-Playern und PDAs, in der Arbeits-
welt etablieren sie sich vor allem als so
genannte USB-Sticks. Mit thnen muss
keine schwere Technik mehr iiber die
Flure gewuchtet werden; groe Daten-
mengen hingt man sich einfach an den
Schliisselbund, triigt sie als Halskette oder
im Portmonee. Am Zielcomputer in den
USB-Port gesteckt, werden die Daten sofort
wieder zuginglich. Auberdem kénnen
Flash-Karten Software speichern, etwa in

Computern oder auch in Mobiltelefonen.

Die Marktforscher von Gartner Data-
quest erwarten im Jahr 2004 ein Markt-
wachstum von 30,8 Prozent; bei 4,4 Milli-
arden US-Dollar soll der weltweite Umsatz
mit Daten-Flash-Produkten in diesem Jahr
liegen. In den nichsten fiinf Jahren konnte
das durchschnittliche Wachstum demnach
bei jihrlich rund 18 Prozent liegen. Ein
Zukunftsmarkt, mit dem sich Infineon

schon seit einiger Zeit auseinander setzt:

Infineon Technologies kiindigte den
weltweit ersten NAND-kompatiblen
Flash-Chip auf Basis der TwinFlash™-
Technologie an. Der 512-Mbit-Twin-
NAND-Chip basiert auf Saifuns NROM-
Technologie, bei der zwei (Twin)

separate Bits in einer Transistorzelle

gespeichert werden.
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Bereits im Mai 2001 hat Infineon ein Joint
Venture mit dem israelischen Unterneh-
men Saifun Semiconductors Ltd. mit dem
Ziel gegriindet, Flash-Speicher zu ent-
wickeln, zu produzieren und zu vermarkten.
Im Februar 2003 wurde dann daraus die
Infineon Technologies Flash GmbH &
Co.KG gegriindet, an der Infineon 70 Pro-
zent hilt und die derzeit rund 120 Mitar-

beiter zihlt.

Flash-Bausteine — das sind nicht-fliich-
tige Speicherchips, die die Informationen
auch dann behalten, wenn das Geriit aus-
geschaltet ist. Da sie im Gegensatz zur
Festplatte oder Diskette ohne bewegliche
Teile auskommen, sind sie ziemlich robust.
Unterschieden werden zum einen Pro-
gramm-Flash-Speicher (auch Code-Flash
oder NOR genannt), die Software spei-
chern, etwa in Personalcomputern und
Mobiltelefonen, zum anderen Daten-
Flash-Speicher (NAND), die — wie der
Name schon sagt — Daten speichern, etwa
Adressen in PDAs, Fotos in Digitalkameras
oder Musik in MP3-Playern.

Was Saifun, das Halbleiterunternehmen
aus dem israelischen Netanya, in Sachen
Flash als Partner attraktiv macht, ist vor
allem seine revolutionire NROM-Techno-
logie, die bereits seit lingerem fiir NOR-
Speicher eingesetzt wird. Statt nur einem
Bit passen bei diesem Verfahren zwei Bits
in eine Zelle, wodurch sich die Speicher-
bausteine insgesamt besonders klein halten
lassen. Dem Infineon-Saifun-Gemein-
schaftsunternehmen ist es in Dresden nun
erstmals gelungen, diese Technologie auch
auf Daten-Flash-Speicher zu tibertragen.

TwinFlash hat das Unternehmen seine

Neuentwicklung getauft, wegen der zwei
Bits pro Zelle. Die NAND-kompatiblen
Daten-Speicher sind 40 Prozent kleiner als
die der Konkurrenz und kommen noch
dazu mit weniger Belichtungsvorgiingen
zustande als vergleichbare Produkte, die

nur ein Bit pro Zelle speichern kénnen.

In der Fertigung kann Infincon mit
Synergien punkten, die in der Dresdner
Chipfertigung entstchen: Infineon kann je
nach Auftragslage flexibel zwischen der
Fertigung von DRAM- und von Flash-
Speichern hin- und herschalten, beide ent-
stehen mit dem gleichen Equipment; zu-
sitzliche Investitionen sind also kaum

notig.

Bis Ende 2004 sollen mit mehr als
10.000 Waferstarts pro Monat Infineon-
Flash-Speicher entstehen, zunichst in 170-
Nanometer-Fertigung; an der 110-Nano-
meter-Technologie wird bereits gearbeitet.
Damit sollen zum einen die Kosten weiter
sinken, zum anderen soll sich die Spei-
cherdichte so weiter erhohen — auf bis zu
zwei Gigabit. Fiir die weitere Zukunft sind
noch hshere Dichten geplant. Der Markt
fiir Flash-Speicher wird es danken, denn
das enorme Wachstum in diesem Sektor
schreit formlich nach potenten Lieferan-
ten. Insgesamt also stehen die Zeichen gut,
dass Infineon sein Ziel erreicht: Im Jahr
2007 zu den drei groBten Flash-Lieferanten

der Welt zu gehéren.

EINIGE ANWENDUNGEN FUR FLASH-SPEICHER

B Digitalkameras: Speicherung von Hunderten von Bildern mit hoher Auf-

losung; Verbindung zur Digitalkamera und Darstellung in Echtzeit ohne

Filmentwicklung.

B Mobiltelefone, PDAs, MP3-Player: Musik, Daten und Bilder lassen sich spei-
chern, abspielen und auf andere mobile oder stationire Gerite iibertragen.
Die Flash-Karten sind handlich klein und robust und der ideale Begleiter fiir

mobile Endgeriite.

B Typische Karten Produkte fiir Digitalkameras und Mobiltelefone sind SD,
MMC, CF, Memory Stick oder SmartMedia Karten.

B USB-Sticks: Diese Speicher lassen sich einfach an den USB-Port von Compu-
tern anschlieffen und {ibernehmen die Funktion einer Diskette oder CD:

Daten konnen darauf gespeichert und zu anderen Computern transportiert

werden.
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JOINT VENTURE FUR GLAS-
FASER-KOMPONENTEN

m Glasfaser-Komponenten geht es bei

dem neuen Joint Venture von Infineon
und der United Epitaxy Company (UEC)
aus Taiwan. Beide Partner bringen ihre
Glasfasertechnologien per Lizenz in das
neue Unternehmen ein, um spezielle
Optochips zu entwickeln und herzustellen.
Entstehen sollen so High-End-Mikrosyste-
me und -Komponenten, die wiederum in
Glasfaser basierte Produkte zur Hoch-
geschwindigkeits-Dateniibertragung in
Sprach- und Datenkommunikations-Netzen
eingesetzt werden. Als Standort des Joint
Ventures ist das bereits vorhandene Werk von
UEC im taiwanischen Hsinchu Science-
based Industrial Park vorgesehen. Die ge-
samten Investitionen werden sich in den
nichsten fiinf Jahren auf zirka zwolf Mil-
lionen US-Dollar belaufen. Bei einer Voll-
auslastung von bis zu 100 Wafer-Starts pro
Woche wird das Unternehmen Arbeits-
plétze fiir rund 120 Beschiftigte bieten.
Die Serienproduktion soll im vierten
Quartal 2004 anlaufen.

HAUPTVERSAMMLUNG 2004:

INFINEON PEILT GEWINNZONE AN

ine insgesamt positive Bilanz des Geschiftsjahres 2003 hat Vorstandsvorsit-
Ezender Dr. Ulrich Schumacher auf der Infineon-Hauptversammlung gezo-
gen, vor allem angesichts der leichten Erholung am Halbleitermarkt. Trotz der
gesunkenen Chippreise und des schwachen Dollarkurses, verzeichnete das
Unternchmen im Geschiftsjahr 2003 im Vergleich zum Vorjahr einen
Umsatzanstieg um 26 Prozent auf 6,15 Milliarden Euro. Von den grofiten
Halbleiterherstellern der Welt ist Infineon damit besonders schnell gewachsen.
Nach neun Verlustquartalen in Folge hat das Unternehmen im vierten Quar-
tal des Geschiftsjahres 2003 mit 67 Millionen Euro bzw. mit 70 Millionen
Euro im ersten Quartal des Geschiiftsjahres 2004 erstmals wieder positive
EBIT-Ergebnisse erzielt. Wihrend im Geschiftsjahr 2003 ein negatives EBIT
von 299 Millionen Euro hingenommen werden musste, peilt Infineon fiir
2004 die Riickkehr in die Gewinnzone an. Auf der Hauptversammlung hatte
das Aktienoptionsprogramm des Vorstands die Kritik einiger Anleger auf sich

gezogen. Vorstand und Aufsichtsrat wurden bei zahlreichen Enthaltungen und

wenigen Gegenstimmen entlastet.

INFINEON, IBM UND CHARTERED ENTWICKELN
GEMEINSAM 65-NANOMETER-TECHNOLOGIE

nfineon vertieft seine Kooperation mit anderen GroBien der Halbleiterbranche: Gemein-

sam mit Chartered Semiconductor Manufacturing aus Singapur, das zu den drei fithren-
den Halbleiter-Auftragsfertigern zihlt, und mit IBM beabsichtigt Infineon, die Foundry-
Technologie fiir Chipstrukturen von 65 Nanometern sowie Hochleistungschips mit niedri-
ger Energicaufnahme zu entwickeln. Erwogen wird, die Zusammenarbeit auf die 45-Nano-
meter-Prozesstechnik und damit die iibernichste Fertigungsgeneration auszudehnen. Die
Technologiepartnerschaft, die im August 2003 vertraglich besiegelt wurde, fithrt die Kom-
petenzen der beteiligten Unternehmen zusammen und soll dazu dienen, sofort einsetzbare
Chip-Designs zu entwickeln. Fiir Infineon bietet sie eine attraktive und risikoarme Out-
sourcing-Option, um in Zukunft den Bedarf an 65-Nanometer-Produkten decken zu kén-
nen. An dem Projekt, das in einem Entwicklungslabor von IBM im Bundesstaat New York

angesiedelt ist, sind 200 Ingenieure der drei Unternehmen beteiligt.

INVESTOR RELATIONS
UNTER NEUER LEITUNG

ominik Asam (34) hat im September

2003 die Leitung von Investor Relations
bei Infineon tibernommen. Sein Verant-
wortungsbereich erstreckt sich zudem auf
die Gebiete Mergers & Acquisitions sowie
Infineon Ventures. Vor seinem Wechsel zu
Infineon war Asam seit 1996 bei Goldman
Sachs in der Investment Banking Division

in London und New York titig.
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FusioN IN TAIWAN: ADMTEK UBERNOMMEN

rstmals iibernimmt Infineon ein asiatisches Unternehmen: Mit ADMtek Inc. aus dem
Etaiwanesischen Hsinchu wird ein Spezialist fiir Netzwerk- und Kommunikationssysteme
in den Konzern integriert. Der Chipdesigner, der nicht iber eigene Fertigungsanlagen
verfiigt, wird den Geschiiftsbereich Drahtgebundene Kommunikation stirken. Unter dem
Namen Infineon-ADMtek Co. Ltd. soll in Hsinchu ein neues Unternehmen gegriindet
werden, um Schaltkreise fiir Breitbandanschliisse zu entwickeln. Infineon zielt dabei dar-
auf, in den Markt fiir Home-Gateway-Systeme einzusteigen, wobei ADMtek auf Teilnehmer-
anschlusseinrichtungen und Infineon auf Vermittlungsstellentechnik spezialisiert ist.
Dabei liegt der Standort giinstig — in der Nihe der am schnellsten wachsenden Miirkte fiir
Breitbandlosungen, China und Japan, und dariiber hinaus formlich in der Nachbarschaft
taiwanesischer Original Design Manufacturing Unternehmen, deren Anteil am weltweiten
Markt fiir Breitband-Modems und Router-CPE bei iiber 70 Prozent liegt. Zudem ergiinzen
sich beide Unternehmen in der Kundenstruktur. Das neue Unternehmen Infineon-ADM-
tek wird seinen Kunden Komplettlgsungen fiir Multimedia-Home-Gateways anbieten
konnen, die sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Breitbandkommunikationsdienste
unterstiitzen. Infincon wiichst mit der Ubernahme iiberdies ein Unternechmen mit einer
effizienten Kostenstruktur zu, zu dem ein leistungsfihiges Entwicklungszentrum gehort.
Teil der Transaktion, die einen Wert von 80 Millionen Euro hat, ist eine langfristige Liefer-
vereinbarung: Danach beliefert Infineon den ADMtek-Hauptanteilseigner, die Accton
Technology Corporation und ihr verbundene Unternehmen, mit Produkten fiir Breitband-
Losungen. Die Fusion wird voraussichtlich im April 2004 perfekt sein; sie bedarf noch der
amtlichen Zustimmung und eines positiven Votums der ADMtek-Aktionire. Infineon ist
der erste auslidndische Investor, der mehrheitlich ein taiwanesisches Halbleiterunterneh-
men iibernimmt. Die Akquisition liegt dabei ganz im Sinne der Wachstumsstrategie von

Infineon, die den Ausbau der Prisenz in Asien ausdriicklich vorsieht.

SNOWBOARDEN MIT EINGEWEBTEM SOUND:
ERSTMALS ALLTAGSTAUGLICHE ELEKTRONISCHE KLEIDUNG

s ist soweit: Das erste Stiick Kleidung mit eingewebten Mikrochips wird bald auf der

Stange hiingen. Speziell an Snowboarder richtet sich dieses erste Angebot von Elektro-
nik zum Anziehen, das Infineon gemeinsam mit dem Sportausriister O'Neill auf den Weg
gebracht hat. In dessen Winterkollektion 2004/05 wird man eine Jacke mit eingewebtem
Chipmodul finden, das sowohl MP3-Player als auch Bluetooth-Chip fiirs Mobiltelefon ist.
Gesteuert wird das Modul mit einer Stofftastatur, mit der es iiber leitende Stoffbahnen ver-
bunden ist. Fiir den richtigen Klang sorgen Stereolautsprecher, die in den Helm eingebaut
sind. Und um zu telefonieren, steuert der Bluetooth-Chip das Handy an. Das Mikrofon
dafiir ist in den Kragen eingeniht, die Stereoanlage wird zum Headset. Der Jacke, die auf
den Namen ,,THE HUB* hort, kénnen weder Waschen noch Biigeln etwas anhaben. Und
auch den rauen Bedingungen beim Snowboarden ist das alltagstaugliche Kleindungsstiick

gewachsen.

NEUES DESIGN-ZENTRUM
IN CHINA

nfineon setzt auf den Zukunftsmarkt

China: Ein neues Tochterunternehmen
in Xi'an wurde gegriindet, vor allem, um
innovative Applikationen fiir die Kommu-
nikationsbranche und fiir die Automobil-
und Industrieelektronik zu entwickeln.
Das Entwicklungszentrum, das von Jean-
Loup Leclere geleitet wird, soll bis 2007
mehr als 1.000 Mitarbeiter beschiiftigen
und damit zu einem der groBten in Asien
ausgebaut werden. Die Prisenz im Westen
Chinas ist dabei von strategischer Bedeu-
tung: Die gesamte Wertschopfungskette in
China kann weiter optimiert, das Mitarbei-
terpotenzial besser ausgeschopft werden.
Insgesamt soll die Mitarbeiterzahl in China
von derzeit etwa 800 auf iiber 3.000 erhoht
werden. Infineon will mehr als 1,2 Milliar-
den US-Dollar investieren und plant, bin-
nen vier Jahren zu einem der vier gréBten

Halbleiterunternehmen des Landes auf-

zusteigen.

Die Gerite selbst zur Kleidung werden zu lassen — das erscheint als logischer Schritt in einer technologischen Entwicklungskette, die zu

einer immer stirkeren Miniaturisierung von Geriten fiihrt. Infineon ist fithrend auf diesem Gebiet und empfichlt sich gerade mit diesem

Produkt erneut als Losungsanbieter unter den Halbleiterunternehmen. Der Markt kénnte es danken: Allein fiir das Jahr 2007 geht die Ven-

ture Development Corporation davon aus, dass mit “intelligenten textilen Materialien® weltweit mehr als eine Milliarde Euro umzusetzen

sind. Seitdem Infineon die neue Technologie vorgestellt hat, haben mehr als 200 Unternehmen aus der Textilwirtschaft Interesse an konkre-

ten Projekten bezeugt. So wird derzeit gemeinsam mit den Teppichwerken Vorwerk am Prototyp eines ,intelligenten Teppichs® gearbeitet.
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STROMSPAREN FUR LEUCHT-
STOFFROHREN

it einem neuen Infineon-Chip wer-

den Leuchtstoffréhren in Biiros, Fin-
kaufszentren oder Fabrikhallen in Zukunft
viel Strom sparen kénnen. Der LightMOS-
Chip wird Teil des Vorschaltgerits, das das
fluoreszierende Gas zum Leuchten bringt.
Bis heute sind etwa 80 Prozent aller
Leuchtstoffréhren mit Vorschaltgeriiten
ausgestattet, die magnetisch mit Spulen,
Kondensator und einem Ziinder arbeiten.
Dank der LightMOS-Technologie sinkt
der Energiebedarf um bis zu 25 Prozent,
da Durchlass- und Schaltverluste auf ein
Minimum reduziert werden. Erhoht wer-
den zudem Zuverlissigkeit und Komfort,
denn Leuchtstoffrohren lassen sich
zukiinftig wie Glithlampen ohne Flackern
ziinden und sind dann sogar dimmbar. Bis
2005 wird der weltweite Bedarf an derarti-
gen Chips auf rund 600 Millionen Stiick

geschiitzt.

VORREITERROLLE BEI GRUNEN PRODUKTEN

esser, als das Gesetz es vorschreibt: Seit Herbst 2003 bietet Infineon
blei- und halogenfreie DRAM-Komponenten an und stellt die Fertigung

von Speichermodulen schrittweise auf umweltfreundliche Technologien

CHIPS LESEN BLITZSCHNELL 500 FUNK-ETIKETTEN

n weniger als einer Sekunde bis zu 500
I elektronische Labels lesen oder beschrei-
ben — das macht Funketiketten zur neuen
Konkurrenz fiir den Barcode im Handel.
Durch stindiges Umschalten zwischen acht
verschiedenen Funkkanilen sind die neuen
Infineon-Chips 25mal schneller als bisheri-
ge Produkte. Sie erfassen Objekte auch

dann zuverlissig, wenn diese sich schnell
bewegen. Das macht sie fiir viele Logistikan- Y
wendungen interessant - von der Gepickab-

fertigung am Flughafen tiber den Warenhandel und -versand bis hin zum Einsatz bei Kuri-
er- und Postdiensten und in der FlieBbandproduktion. Die Chips werten die Funksignale
mit der PJM-(Phase-Jitter-Modulation-) Technologie des australischen Partners Magellan
aus und kommen selbst mit einer Transportbandgeschwindigkeit von 15 Kilometern pro

Stunde zurecht.

HOCHGESCHWINDIGKEITS-INTERNET PER SATELLIT

reitband-Dienste abseits stidtischer Ballungsriume sind jetzt weitaus schneller und

kostengiinstiger als bisher méglich. Ein Satelliten gestiitztes System, das Infineon
gemeinsam mit ViaSat aus den USA und dem taiwanesischen Unternehmen ZyXEL ent-
wickelt hat, erméglicht Hochgeschwindigkeits-Internet, Multimedia oder firmeninterne
Netzwerke auch ohne die herkdmmlichen drahtgebundenen Zugangslosungen. Bei dem
System, das auf den Namen “Constellation” getauft wurde, werden die Daten innerhalb
des Gebiudes mit der von Infineon patentierten VDSL-Technik tibertragen. Genutzt wird
dafiir das vorhandene Kupferkabel-Telefonnetz. Somit ist das System binnen weniger Stun-
den betriebsbereit, hohe Investitionen in neue Infrastrukturen entfallen. ,,Constellation®
kann damit selbst fiir Anwender in stidtischen Bereichen eine Alternative zu terrestrischen

Netzwerken bieten.

um. Damit greift das Unternehmen rechtlichen Auflagen der Europiischen
Union vor: Ab Juli 2006 untersagt die ,,Richtlinie zur Beschrinkung der Ver-
wendung gefihrlicher Stoffe®, beispielsweise Blei einzusetzen. Eine andere
Regelung schreibt Anbietern von Elektronikprodukten vor, ab 2007
gebrauchtes Gerit umweltfreundlich zu entsorgen. Wird bereits bei ihrer
Herstellung auf blei- und halogenhaltige elektronische Bauelemente ver-

zichtet, wird das anschlieBende Recycling einfacher und kostengiinstiger.

Infineon-Kunden ist es schon heute moglich, die umweltvertriiglichen Elek-

tronikkomponenten zu testen.
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IN ZWEI WOCHEN
ZUR NEUEN KARTE

ochstens zwei Wochen dauert es in

Zukunft, dass Infineon Chipkartenher-
stellern kundenspezifische Sicherheitscon-
troller bereit stellen kann - das ist dreimal
schneller als bisher. Moglich wird dies
durch ein neues Speicherkonzept: Be-
triebssystem, Software und sonstige Pro-
gramme werden bei den neuen Chipkar-
tencontrollern in einem flexiblen Speicher
abgelegt. Damit kénnen Daten und An-
wendungen nachtriglich aufgeladen wer-
den; neue Karten lassen sich schnell und
kundenspezifisch konfigurieren. Zudem
geniigt ein integrales Sicherheitskonzept
hochsten Anforderungen — sowohl beim
physikalischen Schutz als auch bei der

Datenverschliisselung.

FORTSCHRITTE BEI
ORGANISCHEN ELEKTRONIK-
KOMPONENTEN

rganische Transistoren, Schaltungen
O und Speicher konnten zukiinftig Sili-
zium-Elektronikelemente ergiinzen, be-
sonders bei Massenprodukten und kosten-
kritischen Anwendungsbereichen. Infineon-
Forscher haben Leistung, Zuverlissigkeit
und Temperaturverhalten solcher Bauele-
mente verbessert. Sie haben molekulare
Diinnschicht-Transistoren hergestellt, die
bei einem ultra-diinnen Gate-Dielektrikum
von 2,5 Nanometern auch bei Spannungen
von nur einem Volt arbeiten. Nachge-
wiesen wurde zudem, dass sich organische
Materialen mit einen Datenerhalt von
mehr als einem Jahr auch als Speicher-
medium eignen. Skaliert werden kann da-
bei bis zu StrukturgréBen von weniger als
20 Nanometern. Prisentiert wurden die
Forschungsergebnisse Ende vorigen Jahres
auf dem IEEE International Electron
Devices Meeting (IEDM) in Washington.

Dieses Modul macht Tempo:

Hochstens zwei Wochen dauert es in
Zukunft, dass Infineon Chipkarten-

herstellern kundenspezifische Sicher-

heitscontroller liefern kann.

DATENTRANSFER MIT VOR-
HANDENEM GLASFASERNETZ

aten per Hochgeschwindigkeit ohne

kostenintensive neue Infrastruktur:
Ein neues Transceiver-Modul von Infine-
on macht’s moglich. Es lisst sich auf
schmalbandigen Multimode-Glasfasern
fehlerfrei tibertragen — auf solchen Netzen
beruhen rund 80 Prozent der Unterneh-
mensinfrastrukturen weltweit. Bis zu 10-
Gigabit-Ethernet konnen die neuen, so
genannten XPAK-Module dadurch bis zu
300 Meter fehlerfrei tibertragen, ohne dass
in teure Multimode-Glasfasern mit hoher
Bandbreite investiert werden miisste. Erste
Muster werden noch im ersten Halbjahr

2004 verfiigbar sein.

FLEXIBELSTER CHIP FUR ETHERNET VORGESTELLT

ein Spektrum optischer Netzwerkkom-
Sponenten hat Infineon mit dem indu-
strieweit flexibelsten Chip fiir Ethernet-
over-SDH/SONET (EoS) erweitert. An-
bietern von Daten- und traditionellen Tele-
kommunikationsgeriten erlaubt der Metro-
Mapper-622-Chip, flexible Systeme zu ent-
wickeln, die den neuesten Ethernet-Trans-
port-Anforderungen gerecht werden. Vor-
teile verspricht der neue Baustein auch
unter Kostenaspekten: Line-Cards der
nichsten Generation lassen sich damit
weitaus preisgiinstiger als bisher herstellen
— durch Einsparungen bei Leistungsauf-
nahme, Designkomplexitit und Soft-

wareentwicklung.

Silbergrau und duBlerst vielseitig:

Der Metro-Mapper-622-Chip ermdg-
licht branchenweit die flexibelsten

Systeme, wenn es um Ethernet geht.
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ANALYSE DER GESCHAFTSERGEBNISSE

ERSTES QUARTAL DES GESCHAFTSJAHRS 2004

M Im ersten Quartal ging der Umsatz gegeniiber dem Vorquartal um 8 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro zuriick; im Vergleich

zum Vorjahresquartal stieg der Umsatz um 13 Prozent.

B Der Konzerniiberschuss im ersten Quartal lag bei 34 Millionen Euro und ist damit gegeniiber 49 Millionen Euro im Vor-

quartal gesunken, gegeniiber dem Minus von 40 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum jedoch stark verbessert.

B Das EBIT betrug 70 Millionen Euro — gegeniiber 67 Millionen Euro im Vorquartal leicht gestiegen, gegeniiber dem Minus

von 29 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum stark verbessert.

B Trotz des anhaltenden Preisdrucks erreichten alle Geschiiftsbereiche auler Drahtgebundene Kommunikation ein positives

EBIT.

nfincon Technologies AG, der weltweit

sechstgrobte Halbleiterhersteller, erzielte
fiir das am 31. Dezember 2003 abgelaufe-
ne erste Quartal des Geschiiftsjahrs 2004
einen Umsatz von 1,62 Milliarden Euro.
Das entspricht einem Riickgang von 8§ Pro-
zent gegeniiber dem vorausgegangenen
Quartal und einer Steigerung von 13 Pro-
zent im Vergleich zum ersten Quartal des
Geschiiftsjahrs 2003.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein
Konzerniiberschuss von 34 Millionen Euro
erzielt. Im Vorquartal lag der Konzern-
iiberschuss bei 49 Millionen Euro und im
vergleichbaren Vorjahreszeitraum ergab
sich ein Konzernfehlbetrag von 40 Millio-
nen Euro. Die Entwicklung des Konzern-
tiberschusses gegeniiber dem Vorquartal
zeigte unter anderem hohere Ertrige im
Geschiiftsbereich Sichere Mobile Lsun-
gen und geringere Ertriige im Geschiftsbe-

reich Speicherprodukte.

Der Gewinn pro Aktie (verwissert und
unverwissert) lag im ersten Quartal des
Geschiiftsjahrs 2004 bei 0,05 Euro. Im vor-
ausgegangenen Quartal lag dieser Wert bei
0,07 Euro pro Aktie, wihrend im ersten
Quartal des Geschiiftsjahrs 2003 ein Ver-
lust von 0,06 Euro pro Aktie verzeichnet

wurde.
Umsatzerlose
Der Umsatzriickgang im Vergleich

zum Vorquartal ist im Wesentlichen auf

einen Riickgang der Preise in allen

AUSGEWAHLTE DATEN DER

QUARTALS-KONZERN-GEWINN-UND-VERLUSTRECHNUNG

3 MONATE ZUM
30.09.03 31.12.03
T T

in Mio. Euro

Umsatzerldse 1.756 1.623
Bruttoergebnis vom Umsatz 548 518
Forschungs- und Entwicklungskosten - 297 -276
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten - 185 -174
Aufwendungen fiir Umstrukturierungsmafnahmen - 13 -2
Betriebsergebnis 36 68
Zinsergebnis 32 -23
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile 5 2
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 35 47
Ertrige (Aufwendungen) aus Steuern vom Einkommen

und vom Ertrag 14 -13
Konzerniiberschuss 49 34
Gewichtete Anzahl ausstehender Aktien — unverwissert 721 721
Gewichtete Anzahl ausstehender Aktien — verwissert 732 733
Konzerniiberschuss je Aktie — unverwiissert und verwiissert 0,07 0,05
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) 67 70

Geschiiftssegmenten und die negativen
Einfliisse des schwiicheren US-Dollars

zuriickzufithren.

Die Umsatzerlése der einzelnen
Geschiiftsbereiche entwickelten sich im
ersten Quartal des Geschiiftsjahrs 2004
gegeniiber dem vorausgegangenen Quartal
und dem vergleichbaren Vorjahresquartal

wie folgt:

B Der Geschiiftsbereich Automobil- und
Industrieelektronik erzielte im abgelau-
fenen Quartal einen Umsatz von 356
Millionen Euro. Das entspricht einem
Riickgang von 1 Prozent gegentiber

dem Vorquartal und einer Steigerung

von 4 Prozent gegeniiber dem ver-
gleichbaren Vorjahreszeitraum. Haupt-
ursachen fiir den Umsatzriickgang im
Vergleich zum vorausgegangenen
Quartal sind der anhaltende Preisdruck
und die Auswirkungen des schwachen
US-Dollars.

Der Geschiiftsbereich Drahtgebundene
Kommunikation erzielte im ersten
Quartal des Geschiiftsjahrs 2004 einen
Umsatz von 107 Millionen Euro. Der
Umsatz ging gegentiber dem vorausge-
gangenen Quartal um 12 Prozent
zuriick und stieg im Vergleich zum
ersten Quartal des Geschiiftsjahrs 2003

um | Prozent. Der Riickgang im Ver-
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AUSGEWAHLTE ZUM

KONZERN-BILANZDATEN 30.0‘9.03 31.1‘2.03
Aktiva in Mio. Euro
Zahlungsmittel 969 585
Wertpapiere des Umlaufvermégens 1.784 2.179
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 876 §91
Vorrite 959 932
Umlaufvermégen 5.306 5.271
Sachanlagen 3.817 3.668
Bilanzsumme 10.805 10.756
Passiva
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 149 142
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 877 818
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 2.134 2.096
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 2.343 2.331
Summe Verbindlichkeiten 5.139 5.101
Eigenkapital 5.666 5.655

AUSGEWAHLTE DATEN DER
QUARTALS-KAPITALFLUSSRECHNUNG

3 MONATE ZUM

30.09.03
T

31.12.03
T

in Mio. Euro

Mittelzufluss aus laufender Geschiiftstitigkeit 442 320
Mittelabfluss aus Investitionstitigkeit -255 -783
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstitigkeit 45 79
Abschreibungen 364 328
Mittelabfluss fiir Sachanlagen -195 -216

Segment-Umsatzerlése in Mio. Euro
fiir das Quartal zum 31.12.03

Drahtgebundene Kommunikation:
107 Mio. Euro
Sichere Mobile Losungen:
465 Mio. Euro
mmm Automobil- und Industrieelektronik:
356 Mio. Euro
mmm Speicherprodukte: 643 Mio. Euro
mmmm Sonstige und Konzernfunktionen:
52 Mio. Euro

Infineon: 1.623 Mio. Euro

Deutschland
mmm Ubriges Furopa
mmmm Nordamerika
m Asien-Pazifik

Regionale Umsatzverteilung in Prozent
fir das Quartal zum 31.12.03

gleich zum Vorquartal resultiert vor-
nehmlich aus geringeren Umsiitzen im
Geschift mit Glasfaserkomponenten,
wurde aber teilweise durch das Wachs-
tum bei Zugangsnetzprodukten aus-
geglichen. Zu den weiteren negativen
Einfliissen auf den Umsatz gehorte
neben dem schwachen US-Dollar auch
der anhaltende Preisriickgang. Im
Bereich Zugangsnetzprodukte ver-
zeichnete das Geschift mit ADSL- und
SHDSL-Lésungen ein betrichtliches

Umsatzwachstum.

Der Geschiiftsbereich Sichere Mobile
Losungen erreichte im ersten Quartal
einen Umsatz von 465 Millionen Euro
und damit nahezu das gleiche Niveau
wie im Quartal davor. Im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum stieg der Um-
satz um 15 Prozent. Der Umsatz im
abgelaufenen Quartal fiel damit wesent-
lich besser aus als erwartet. Die Ursache
war ein saisonal bedingt starker Absatz
von mobilen Kommunikationsgeriten.
Dem gegeniiber standen jedoch ein
Umsatzriickgang durch das schwiiche-
re Projektgeschift mit Sicherheitspro-
dukten und der Auslauf von Teilen des
Geschiifts mit schnurlosen Telefonen
sowie Aktivititen im Bereich Gallium-

arsenid.

Der Umsatz des Geschiiftsbereichs
Speicherprodukte lag im abgelaufenen
Quartal bei 643 Millionen Furo und
damit 16 Prozent unter dem Wert des
vorausgegangenen Quartals, aber 19
Prozent iiber dem Wert des vergleich-
baren Vorjahreszeitraums. Das redu-
zierte Absatzvolumen und der Preis-
riickgang gehorten ebenso zu den
Ursachen fiir den Umsatzriickgang im
Vergleich zum Vorquartal wie die nega-
tiven Auswirkungen des schwachen
US-Dollars. Das geringere Umsatzvo-
lumen ist die Folge einer Fokussierung
auf Preisqualitit in der Vertriebsstrate-
gie sowie des flexiblen Einsatzes exter-

ner Fertigungskapazititen.
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B Im Geschiftsbereich Sonstige stieg der
Umsatz im ersten Quartal des Geschiifts-
jahrs 2004 auf 47 Millionen Furo und
nahm damit um 18 Prozent gegentiber
dem Quartal davor und um 27 Prozent
gegeniiber dem vergleichbaren Vorjah-

reszeitraum zu.

Der auBierhalb Europas erwirtschaftete
Umsatz erreichte einen Anteil von 57 Pro-
zent am Gesamtumsatz gegeniiber 59 Pro-
zent im Vorquartal. Die Umsitze in Nor-
damerika machten 20 Prozent des Gesam-
tumsatzes aus, im Vergleich zu 24 Prozent
im Vorquartal. Im asiatischen Markt wur-
den 36 Prozent des Gesamtumsatzes er-
wirtschaftet, gegeniiber 34 Prozent im Vor-

quartal ein Anstieg.
Betriebsergebnis

Das EBIT (definiert als Ergebnis vor
Zinsen und Steuern) betrug 70 Millionen
Euro gegeniiber 67 Millionen Euro im
Quartal davor und verbesserte sich erheb-
lich gegeniiber einem Minus von 29 Mil-
lionen Euro im vergleichbaren Vorjahres-
zeitraum. Diese gute Entwicklung liegt im
Rahmen unserer Erwartungen und stimmt
mit unseren langfristigen Planungen iiber-
ein. Wir konnten mit drei unserer vier
Geschiiftsbereiche positive Ergebnisse er-
zielen. Trotz des Preisverfalls und des
anhaltenden Einflusses des schwicheren
US-Dollars haben wir durch die Ausnut-
zung von Produktivitits- und Kostenvor-

teilen unser EBIT weiter verbessert.

EBIT

B Das EBIT des Geschiiftsbereichs Auto-
mobil- und Industrieelektronik stieg im
Vergleich zum Vorquartal und zum
ersten Quartal des Geschiiftsjahrs 2003
von jeweils 44 Millionen Euro auf 48
Millionen Euro. Die EBIT-Steigerung
im Vergleich zum Vorquartal reflektiert
vornehmlich die im vorausgegangenen
Quartal erstmalige Konsolidierung von
SensoNor und einmalige Aufwen-
dungen in Verbindung mit dieser
Akquisition. Dartiber hinaus steigerte
der Geschiiftsbereich weiterhin seine
Produktivitit.

B Im Geschiftsbereich Drahtgebundene
Kommunikation lag der EBI'T-Verlust
mit minus 15 Millionen Euro iiber dem
Verlust von minus 8 Millionen Euro
im Vorquartal, hat sich jedoch ge-
geniiber dem Wert von minus 42 Mil-
lionen Euro im ersten Quartal des
Geschiiftsjahrs 2003 wesentlich verbes-

sert.

B Trotz des nur geringfiigig hoheren Um-
satzes konnte das EBIT im Geschiifts-
bereich Sichere Mobile Lésungen
deutlich auf 14 Millionen Euro gestei-
gert werden. Im Vorquartal lag dieser
Wert noch bei 4 Millionen Euro, im
vergleichbaren Vorjahreszeitraum bei
minus 28 Millionen Euro. Das verbes-
serte Quartals-EBIT reflektiert den
optimierten Produktmix und die héhe-
re Produktivitit, die trotz des anhalten-

den Preisdrucks erreicht wurde. Durch

3 MONATE ZUM

30.09.03 31.12.03
T T

in Mio. Euro

Drahtgebundene Kommunikation -8 -15
Sichere Mobile Losungen 4 14
Automobil- und Industrieelektronik 44 48
Speicherprodukte 134 57
Sonstige und Konzernfunktionen -107 -34
Infineon Konzern 67 70

Die Entwicklungen der einzelnen
Geschiiftsbereiche waren im ersten Quar-
tal des Geschiiftsjahrs 2004 gegentiber
dem vorausgegangenen Quartal und dem

vergleichbaren Vorjahresquartal wie folgt:

Restrukturierungen der zuvor von
Ericsson iibernommenen Sparte
Microelectronics konnte der Geschiifts-
bereich zudem Kostensenkungen

erzielen.

B Das EBIT im Geschiftsbereich Spei-
cherprodukte betrug im letzten Quar-
tal 57 Millionen Euro und lag somit
unter dem Wert des Vorquartals von
134 Millionen Euro sowie iiber dem
Wert von 31 Millionen Furo, der im
vergleichbaren Vorjahreszeitraum
erreicht wurde. Der im Vorquartal
erzielte einmalige Gewinn aus dem
Verkauf von ProMOS-Aktien, negative
Effekte des Wechselkurses sowie — in
einem geringeren MalBe — die fallen-
den Preise und die geringere Bit-Nach-
frage gehorten zu den wichtigsten
Ursachen fiir den EBIT-Riickgang.

B Das EBIT im Geschiiftsbereich Sonstige
lag bei minus 5> Millionen Euro gegen-
tiber einem Minus von 26 Millionen
Euro im Vorquartal und einem Plus
von 6 Millionen Euro im ersten Quar-
tal des vorangegangenen Jahres. Die
EBIT-Steigerung im Vergleich zum
vorausgegangenen Quartal kam durch
die verbesserte Performance in der
Sparte ASIC & Design Solutions
(ADS) und die gegentiiber dem Vor-
quartal geringeren Wertberichtigungen

zu Stande.

B Bei den Konzernfunktionen verbesser-
te sich das EBIT im abgelaufenen
Quartal auf minus 29 Millionen Euro
gegeniiber einem Minus von 81 Millio-
nen Euro im Vorquartal und einem
Minus von 40 Millionen Euro im glei-
chen Zeitraum des Vorjahres. Der
geringere Verlust reflektiert hauptsich-
lich geringere Kosten fiir unausgelaste-
te Produktionskapazititen und niedri-

gere Restrukturierungskosten.

Die Aufwendungen fiir Forschung und
Entwicklung reduzierten sich im ersten
Geschiiftsquartal auf 276 Millionen Euro
oder 17 Prozent vom Umsatz. Im Vorquar-
tal lag dieser Wert noch bei 297 Millionen
Euro oder 17 Prozent vom Umsatz. Der
Riickgang resultierte hauptsichlich aus
geringeren F&E-Kosten im Geschiiftsbe-
reich Speicherprodukte sowie aus im Vor-
quartal noch auftretenden Kosten fiir nicht
abgeschlossene F&E-Projekte im Geschiifts-
bereich Automobil- und Industrieelektronik.
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Die Vertriebs- und allgemeinen Ver-
waltungskosten betrugen 174 Millionen
Euro oder 11 Prozent vom Gesamtumsatz
gegeniiber 185 Millionen Euro oder 11
Prozent vom Gesamtumsatz im Vorquartal.
Der Riickgang in absoluten Zahlen ist im
Wesentlichen auf geringere Kosten fiir
externe Dienstleister sowie MaBnahmen

zur Kostenkontrolle zuriickzufiihren.
Liquiditat

Die Brutto-Cash-Position (Zahlungs-
mittel, Wertpapiere des Umlaufvermogens
und als Sicherheitsleistungen hinterlegte
Zahlungsmittel) von Infineon blieb im
letzten Quartal unverindert bei 2,8 Milli-
arden Euro. Die Netto-Cash-Position
(Brutto-Cash-Position abziiglich Finanz-
verbindlichkeiten) stieg von 328 Millionen
Euro am Ende des Vorquartals auf 355

Millionen Euro.
Geschaftsentwicklung

Infineon hat seinen ersten NAND-
kompatiblen Flash-Chip erfolgreich auf
den Markt gebracht und mit einem 512-
Megabit-Speicherchip auf Basis der Twin-

Flash-Technologie erstmals ein Produkt fiir
den Markt der Flash-Speicher eingefiihrt.
Die Produktion dieser Chips hat das
Unternehmen in die 200-mm-DRAM-Fer-
tigungslinie in Dresden aufgenommen.
Dariiber hinaus hat Infineon Muster seiner
Mobile-RAM-Bausteine mit Speicherdich-
ten von 128 und 256 Megabit sowie 500-
Mega-Hertz-DDR-3-Grafik-RAM-Baustei-
ne ausgeliefert, die alle auf der 110-Nano-
meter-Technologie des Unternehmens
basieren. Inotera Memories Inc., das Joint
Venture von Infineon mit dem taiwani-
schen Unternehmen Nanya, hat im
Dezember 2003 mit der Installation des

300-mm-Fertigungsequipments begonnen.

Entsprechend der langfristigen Regio-
nalstrategie dieses Geschiiftsbereichs konn-
te die Automobilsparte — insbesondere in
den Lindern der nordamerikanischen Frei-
handelszone (NAFTA) — wichtige Design-
Wins mit applikationsspezifischen Chipsit-
zen fiir Sicherheitsanwendungen und den
Antriebsstrang verzeichnen. Die Industrie-
sparte des Geschiiftsbereichs hat erfolg-
reich die neue LightMOS-IGBT-Produkt-
familie eingefiihrt und damit ihr Portfolio
im Markt fiir elektronische Lampenvor-

schaltgerite komplettiert.

Im Bereich Zugangsnetzprodukte ver-
zeichnete das Geschiift mit ADSL- und
SHDSL-Lésungen ein betrichtliches
Umsatzwachstum. Hinzu kamen wichtige
Design-Wins bei fithrenden Kunden wie
Siemens ICN.

Bei Mobilfunkkomponenten wie Base-
band- und RF-Produkten sowie Produkten
fiir Plattformlésungen verzeichnete der
Geschiiftsbereich weiterhin eine hohe
Nachfrage. Zudem erreichte der Auftrags-
eingang fiir Diskrete Halbleiter das hoch-
ste Niveau der vergangenen fiinf Quartale.
Bei Sicherheitslosungen hat das Unterneh-
men erfolgreich neue Projekte fiir elektro-
nische Ausweise und Fiihrerscheine gestar-
tet. Um die Entwicklung vom Halbleiter-
hersteller zum Systempartner fiir komplet-
te mobile Plattformlésungen zu beschleu-
nigen, hat Infineon im ersten Quartal des
Geschiftsjahrs 2004 die Ubernahme von
rund 145 Software-Entwicklern von Sie-
mens ICM vereinbart. Damit hat Infineon
sein Know-how beim marktfithrenden Pro-
tocol Stack fiir Siemens-Mobiltelefone
(hardwarenahen Software-Losungen fiir

das Funkteil eines Handys) ausgebaut.

AUSBLICK AUF DAS GESCHAFTSJAHR 2004

dmtliche Geschiiftsindikatoren zeigen,

dass sich die Halbleiterindustrie nun
endlich in einer Aufschwungphase befin-
det. Die schlimmste Krise, die der Halblei-
termarkt jemals erlebt hat, scheint voriiber.
Angesichts der Markterholung schen auch
wir eine positive Geschiftsentwicklung fiir
das laufende Geschiiftsjahr. Wir erwarten

fiir alle Segmente ein stabiles Wachstum

im Jahr 2004.

Trotz des anhaltenden starken Preis-
drucks erwartet Infineon angemessenes
Wachstum in seinem Automobilsegment,
das die Einfithrung neuer Automobilmo-
delle mit einem hsheren Halbleiteranteil
und cin begrenztes Wachstum der weltwei-

ten Automobilproduktion widerspiegelt.

Obwohl der schwache US-Dollar die Ge-
schiftsentwicklung beeinflussen wird, geht
das Unternehmen von einem Wachstum
entsprechend der positiven Marktentwick-
lung fiir seinen Geschiiftsbereich Automo-
bil- und Industrieelektronik im Geschiifts-
jahr 2004 aus.

Infineon geht davon aus, dass das Seg-
ment Drahtgebundene Kommunikation
im zweiten Quartal des Geschiftsjahrs
2004 zu einem Umsatzwachstum zuriick-
kehrt. Dies konnte jedoch durch eine wei-
tere Zunahme der Dollar-Schwiche beein-
triichtigt werden. Fiir das Geschiiftsjahr
2004 erwartet das Unternehmen ein soli-
des Wachstum in diesem Geschiiftsbe-

reich. Dariiber hinaus bereitet Infineon

strategische Optionen fiir sein Geschift mit
Glasfaserkomponenten vor, indem es die
Sparte als eine separate Einheit ausgliedert.
Das Unternehmen analysiert derzeit poten-
zielle strategische Partner, um die Perfor-

mance des Geschiftswerts zu maximieren.

Im Segment Sichere Mobile Lsungen
erwartet Infineon fiir das zweite Quartal
auf Grund der saisonbedingt geringeren
Nachfrage nach dem Weihnachtsgeschiift
und des weitergehenden Auslaufs von Tei-
len des Geschiifts mit schnurlosen Telefo-
nen cinen leichten Umsatzriickgang ge-
geniiber dem abgelaufenen Quartal. Das
Unternehmen geht davon aus, dass sich
das Geschiift in den Segmenten Mobilfunk-
infrastruktur und Diskrete Halbleiter stabil
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FORTSETZUNG AUSBLICK AUF DAS GESCHAFTSJAHR 2004

entwickeln wird. Infineon ist zuversicht-
lich, dass die Nachfrage nach Sicherheits-
Controllern bis zum Ende des Geschifts-
jahrs 2004 kontinuierlich weiter zuneh-
men wird; hauptsichlich in Folge wichti-
ger Design-Wins bei Projekten zur Identifi-
kation. Die anhaltende Konvergenz von
Multimedia-Applikationen sollte das
Wachstum im Geschift mit mobilen
Losungen im Verlauf der zweiten Hilfte
des Geschiiftsjahrs 2004 zusiitzlich stirken.

Traditionell ist der Kalenderjahresan-
fang durch einen Riickgang der Preise von
Speicherprodukten gekennzeichnet, da die
PC-Nachfrage nach der Weihnachtssaison
riickliufig ist. Infineon erwartet einen

Anstieg seiner Bit-Nachfrage im zweiten

Quartal. Das hauptsiichliche Produktions-
wachstum im restlichen Geschiftsjahr
wird bestimmt durch die Umstellung der
Fertigungsanlagen auf die 110-Nanometer-
Technologie und den Hochlauf der Ferti-
gungskapazititen bei den Partnerunterneh-
men. Im Jahr 2004 wird die Nachfrage vor-
aussichtlich zunehmen, da Unternehmen
iltere Systeme ersetzen, sowie durch den
zunchmenden Einsatz von mit DDR-II-
Modulen ausgestatteten Desktop-PCs und

Servern.

Trotz des anhaltenden Preisdrucks in
den meisten unserer Geschiiftsbereiche
sehen wir zunehmend deutliche Anzei-
chen einer Erholung der Halbleiterindus-

trie. Dazu gehoren insbesondere die stark

Relative Performance der IFX-Aktie seit Beginn des Geschaftsjahres 2003
(auf Basis der Wochen-Schlusskurse, geglittet)

150 %
AYE
100 % /—\/ \’\ [\/
A\/ V \/
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50 % \/ N
N
25% \_\'f\ A /\ AN V
VvV YN \V
0%
-25%
01.10.2002 30.01.2004
s INFINEON TECHNOLOGIES (XETRA) mmmm DAX (XETRA)
TIEF 09.10.02 5,34 EURO TIEF 12.03.03 2.202,96
HOCH 09.09.03 13,79 EURO HOCH 23.01.04 4.151,83
SCHLUSS 30.01.04 11,90 EURO SCHLUSS 30.01.04 4.058,60
Hinweis:

Dieses Dokument enthdlt in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schétzungen der Unter-
nehmensleitung von Infineon beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden
Aussagen realistisch sind, kénnen wir nicht dafiir garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig er-
weisen. Die Annahmen konnen Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu fithren kénnen, dass die tatsach-
lichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche
Abweichungen verursachen kdnnen, gehdren u. a.: Verdanderungen im wirtschaftlichen und geschaftlichen Um-

feld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einfithrungen

von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz

neuer Produkte oder Dienstleistungen und Anderungen der Geschiftsstrategie. Eine Aktualisierung der vor-
ausschauenden Aussagen durch Infineon ist weder geplant noch tibernimmt Infineon die Verpflichtung dazu.

ansteigende Auslastung unserer eigenen
Fertigungsanlagen und der unserer Pro-
duktionspartner sowie ein héherer Auf-
tragseingang von unseren Kunden.
Obwohl wir vorsichtig optimistisch sind,
werden wir auch weiterhin Kosten reduzie-
ren und unser Produktportfolio fokussie-
ren, um flexibler und schneller als unsere
Wettbewerber agieren zu konnen. Daher
sind wir zuversichtlich, dass wir mit die-
sem Engagement erneut schneller als der
Markt wachsen und unsere Profitabilitit
im Verhiiltnis zu den Benchmarks der

Industrie weiter verbessern.

INFINEON KALENDER

m 21.04.04 Veroffentlichung der Er-
gebnisse fiir das 2. Quartal
und die ersten sechs Mona-
te (bis 31. Marz) des

Geschaftsjahres 2004

= 20.07.04 Veroffentlichung der Er-
gebnisse fiir das 3. Quartal
und die ersten neun Monate
(bis 30. Juni) des Geschéfts-

jahres 2004

= 09.11.04 Jahrespressekonferenz
2004, Veroffentlichung der
vorldufigen Ergebnisse fiir
das Geschéftsjahr 2004
inkl. des 4. Quartals (bis

30. September 2004)
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